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评估咨询报告书摘要 

 

 

 

 

我所接受 PAYTON 技术有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、

独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对 PAYTON 技术有限公司拥有的

半导体芯片封装测试专用技术的价值进行了评估工作。本所评估人员按照必要的评估程

序对委托评估的资产实施了实地勘测、市场调查与询证，对委估资产在评估基准日 2004

年 6 月 24 日所表现的市场价值作出了较为公允地反映。评估结果为 20,500,000.00 美

元，大写美元贰仟零伍拾万元整。 

 

 

     

 郑重声明： 

以上内容摘自资产评估报告书，欲了解本评估项目的全面情况，应认真阅读资产评

估报告书全文。 

本评估结论系对评估基准日资产咨询价值的反映。评估结论系根据本报告书所述原

则、依据、前提、方法、程序得出，评估结论只有在上述原则、依据、前提存在的条件

下，以及委托方和资产占有方所提供的所有原始文件都是真实与合法的条件下成立。 

评估报告中陈述的特别事项是指在已确定评估结果的前提下，评估人员揭示在评估

过程中己发现可能影响评估结论，但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关事

项，请报告使用者关注。 
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资产评估咨询报告书 
 

我所接受 PAYTON 技术有限公司的委托，根据国家有关资产评估的规定，本着客观、

独立、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，对 PAYTON 技术有限公司拥有的

半导体芯片封装测试专用技术的价值进行了评估工作。本所评估人员按照必要的评估程

序对委托评估的资产实施了实地勘测、市场调查与询证，对委估资产在评估基准日 2004

年 6 月 24 日所表现的市场价值作出了公允反映。现将资产评估情况及评估结果报告如

下： 

一、委托方与资产占有方简介 

1．委托方：PAYTON 技术有限公司 

2．资产占有方：PAYTON 技术有限公司 

3.委托方和资产占有方概况: PAYTON 技术有限公司 

系一九九九年七月在美国加利福尼亚州注册的技术有限公司，法定代表人: Daniel 

Hsu，注册资本为 6912 万美元，经营范围包括：主要提供半导体封装及测试服务。 

该公司位于美国加州，毗临金士顿公司，拥有七万多平方英尺的厂房。该公司主要

提供半导体封装及测试服务，最初是东芝存储芯片的贴牌厂家。 

二、评估目的 

本次评估是受委托方 PAYTON 技术有限公司的委托，对 PAYTON 技术有限公司拥有的

半导体芯片封装测试专用技术进行评估咨询，拟为其投资入股提供价值咨询意见。 

三、评估范围和对象 

评估范围： 

——芯片装配专用技术 

——芯片老化测试技术 

——芯片功能测试技术 

——芯片封装技术   

评估对象简介： 

（1）芯片装配能力： 

包括 TSOP， MBGA， FBGA 的封装技术 
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（2）芯片老化测试 

PAYTON 可为新型封装产品设计老化测试工装，如 TSOP54 SDRAM、DDR 芯片，以及为

金士顿制造的通用型芯片。 

PAYTON 重新设计了 144 型存储芯片老化测试板、改进了测试软件，将测试能力提高

到每板 240 个芯片。测试能力提高 66%，使得PAYTON 产量增加、单位成本降低，以此满

足大规模生产的需求。 

此外，PAYTON 改进了原 TOSHIBA 设计的测试板，减少了因短路的芯片引起的生产停

滞问题，而且即使发现了有一个或多个短路芯片，对批量再测试的要求也大大地降低。 

老化测试可采用计算机整体生产系统，老化测试可实时监控，提高了对问题的响应

速度，改进了生产周转时间，提高产出率。 

 （3）芯片功能测试 

PAYTON 已建成拥有 ADVANTEST 5581H 和 5585H 测试机的测试基地。 

PAYTON 主要研究如何将芯片测试有效率与存储模块的可靠性和质量联系起来。这些

研究有利于 PAYTON 在不影响客户终端产品质量的情况下优化测试时间和成本。这一特

点在芯片包装和测试行业是独特的，因为几乎没有独立的芯片包装和测试工厂将其芯片

测试有效率与关键客户的质量联系起来。现有的相关测试可做到降低成本、稳定产出率，

却不会影响芯片质量。 

 （4）芯片封装设计   

PAYTON 升级或设计了以下芯片封装种类： 

通用型封装：金士顿公司要求芯片有不同的内尺寸（例如：适用于台式电脑、服务

器和手提电脑内存模块的“X8”，“X4”，“X16”）。各种尺寸的芯片经常会发生缺

货的情况。 

PAYTON 改进了用于 SDRAM 和 DDR 芯片的封装，可适宜不同尺寸需求。这种灵活的保

证技术有助于金士顿公司在该种类型的芯片缺货时及时发货，从而有利地支持了客户，

减少了因缺货引起的损失。 

BGA 技术：2000 年，PAYTON 首次采用 MBGA 技术封装 SDRAM 芯片，因此金士顿公司

生产出了世界上第一台采用了更小尺寸的 MBGA 芯片的高存储量的手提电脑内存模块。 
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四、评估基准日 

本报告资产评估基准日为 2004 年 6 月 24 日，系由本所与委托方协商确定，确定的

理由是委托方提供的协议资料和技术基本资料比较充分,同时评估基准日与评估目的实

现日比较接近，本评估以评估基准日有效的价格标准为取价标准。 

五、评估原则 

本次资产评估遵循国家及行业规定的公认原则： 

1、遵循独立性、客观性、科学性的工作原则。 

2、遵循产权利益主体变动的原则。也就是以被评估资产的产权利益主体变动为前

提或假设前提，确定被评估资产在评估基准日时点上的公允价值。 

3、遵循资产持续经营原则，替代性原则和公开市场原则等操作性原则。 

资产持续经营原则是指评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方法、规

模、频度，环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、

参数和依据。 

替代性原则是指评估作价时，如果同一资产或同种资产在评估基准日可能实现的或

实际存在的价格或价格标准有多种，则应采用最低的一种； 

公开市场原则是指资产评估选取价格依据和评估结论都可在公开市场存在或成立。 

六、评估依据 

(一)主要法律法规 

1、国办发（2001）102 号国务院办公厅转发财政部《关于改革国有资产评估行政管

理方式加强资产评估监督管理工作意见》的通知； 

2、中华人民共和国财政部（第 14 号）国有资产评估管理若干问题的规定； 

3、财政部文件，财评字[1999]91 号，关于印发《资产评估报告基本内容与格式的

暂行规定》的通知； 

4、中评协文件[1996]03 号，关于发布《资产评估操作规范意见（试行）》的通知； 

5、《中华人民共和国公司法》； 

6、 其他相关法规 

(二)经济行为文件 

资产评估委托协议书 
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(三)重大合同协议、产权证明文件 

委托方提供的专利技术号：英国专利号 6686656 

(四)采用的取价标准 

 1、本公司收集的相关技术的可研报告； 

 2、本公司收集的有关技术和参数资料；  

 3、委托方提供的技术资料和协议参考价。 

七、评估方法 

委托评估的评估对象属于技术类无形资产, 目前可采用市场法、成本法和收益现值

法评估技术类资产的价值。 

1、市场法：利用同类或评估对象的现行市场交易价格确定评估值的方法。 

2、成本法：利用技术的研究开发成本减去损耗和贬值来确定评估值的方法。 

由于专有技术成本具有明显的不完整性和弱对应性，给企业带来的经济效益也可能

受各种因素的影响而具有明显的不确定性，这就给技术价值评估带来很多困难，因此为

了可靠真实地反映技术产品的价值，评估时我们在对基础数据的分析确定时，充分考虑

技术大小、技术复杂性、程序类型、技术对支持条件和运行环境的要求、技术的有效收

益和经济寿命、技术的维护成本、市场竞争态势等因素的影响。 

技术类资产的评估价=重置价值-功能性损耗=重置全价*成新率 

技术的研制开发主要以其消耗的人力资源的价值和研制开发期间投入的研发费用

来计算其价值。通过对技术研制方提供的开发周期及投入的人力、物力资料的收集、分

析, 根据国际市场技术开发的现行平均人工费价值及现行费用标准确定直接开发成本。 

 人工费用计算 

 人工费用的确定如下:按软件在开发过程中各阶段实际投入的人员的成本计算，具

体分按高级开发人员、中级开发人员、 初级开发人员、助理开发人员分别确定。 

技术资产损耗的计算: 

作为技术类无形资产, 在其置存期间不会发生实体性损耗, 但却会由于技术进步与

经济因素变化产生功能性损耗, 其主要表现形式为垄断性减弱、竞争性增强和新技术产

生引起的旧技术的贬值。以上两种贬值在形式上均可表示为技术随时间推移而贬值。因

此, 技术资产的功能性损耗可采用与经济寿命有关的方法计算: 
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                    经济寿命-已使有年限 

技术类资产成新率= ——————————— *100% 

                        经济寿命 

技术平均经济寿命按 5年计。 

成本法评估价值: 

    技术类资产的评估价值=重置价值*成新率 

3、收益现值法：利用技术类无形资产可带来未来净收益来确定评估价值的方法。 

考虑本次评估对象的特点，结合委托方可提供的基础资料，因此采用以上三种方法

中的成本法评估其价值。 

八、评估过程 

评估工作自 2004 年 6 月 10 日开始至 2004 年 6 月 24 日结束，我所评估人员自接受

委托方委托后，了解了资产占有方的情况，确定了评估目的、评估对象及评估范围，与

委托方商定了评估基准日，拟订了评估方案；收集准备了有关资料、验证了有关资料；

经调查询价后，选择合适的评估方法，对被评估资产进行了具体计算，求得评估结果；

经对评估结果汇总、评估结论分析，撰写了评估报告书，经内部审核，与委托方及资产

占有方核实资料数据、征求意见，反复修改，最终完成了本次评估，提交了评估报告。 

九、评估结论 

半导体芯片封装测试专用技术资产，在评估基准日 2004 年 6 月 24 日，根据本次评

估目的评估结果为 20,500,000.00 美元,大写美元贰仟零伍拾万元整。 

十、特别事项说明 

1、评估报告中陈述的特别事项是指在已确定评估结果的前提下，评估人员揭示在

评估过程中己发现可能影响评估结论，但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有

关事项。在本次评估中，我们注意到资产占有方在评估基准日时有以下特别事项,请评

估报告使用者应注意特别事项对评估结论的影响； 

2、鉴于本报告评估对象的特殊性，本次评估结果受委托方提供相关技术基础资料

真实性和可靠性的限制，评估机构无特殊的技术对评估对象进行相应的技术检测，对技

术的性能和可靠性不在本评估报告的责任范围内。 

3、评估报告的作用是为委托方出具其委托评估对象的公允价值的专家咨询意见，

评估对象的法律权属不在本评估报告的限制范围，由资产占有单位对权属的真实性负
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责。 

4、本报告所反映的评估结果仅适应于委托方拟投资入股进行价值咨询的评估目的，

报告使用者用于其他评估目的使用本报告引起的法律后果由委托方负责。 

十一、评估报告评估基准日期后重大事项 

1、本报告书所载之评估结果是本所对被评估资产在特定条件下于评估基准日的价

值提出的意见。本报告书的使用者在评估基准日以后的有效期内使用本报告时，对资产

数量及价值可能发生的变化应按以下原则进行调整处理。 

2、对于采用重置成本标准评估的项目，资产数量发生变化时，应按实际发生额进

行调整。若作价标准发生重大变化，并对资产评估价产生明显影响时，委托方应及时聘

请评估机构重新确定评估值。 

3、对于评估基准日后因资产数量及作价标准发生变化，委托方对评估值所进行的

调整，本所不负有任何法律责任。 

十二、评估报告法律效力 

1、本评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，根据公开市场原则确定的现行

公允市价，没有考虑将来可能承担的抵押担保事宜，以及特殊的交易方可能追加付出的

价格等对其评估价值的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其

它不可抗力对资产价格的影响。当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况

发生变化时，评估结果一般会失效。 

2、本评估报告依照资产评估法律法规的有关规定发生法律效力。 

3、根据资产评估法规现行规定，评估结果有效期为一年，即评估结果在评估基准

日后的一年内实现时，要以评估结果作为底价或作价依据。超过一年，一般需重新进行

资产评估。 

4、评估结论仅供委托方了解其净资产价值和为本次评估目的使用；评估报告书的

使用权归委托方所有，未经委托方许可评估机构不得随意向他人提供或公开。 

十三、评估报告提出日期 

本评估报告于 2004 年 6 月 24 日提交委托方。 

十四、备查文件 

1、评估机构营业执照； 
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2、资产评估人员资格证书复印件； 

3、资产评估机构资格证书复印件。 
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